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@) Kontaktelement fiir elektrische Schaltkontakte.

@ Das Kontaktelement besitzt eine galvanisch auf-
gebrachte Zweischichi-Kontaktauflage mit zwei
Palladium-Legierungsschichten. Die Grundschicht

_ besitzt sine Dicke von etwa 4 um und enthiit neben
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Palladium eine Zusatzkomponente von 10 bis 50 %,
die aus Nickel, Cobalt oder Kupfer besteht und
gegebenenfalls als weiteren Bestandteil Wolfram
oder Molybdén enthélt.
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Kontaktelement fiir elektrische Schaltkontakte

Die Erfindung betrifft ein Kontakielement fiir
elektrische Schaltkontakie, insbesondere eine.Ko-
ntaktzunge flr elekiromagnetische Relais, wobei
auf einem Trager aus unedlem Metall eine Zwei-
schicht-Kontaktaufiage galvanisch aufgebracht ist
und wobei mindestens eine der Schichten Palla-
dium enthalt.

Aus der DE-PS 32 03 037 ist ein Kontaktele-
ment bekannt, bei dem {ber einer Nickelschicht
eine Silberschicht und darliber eine Rhodium-
schicht aufgebracht sind. Solche Kontakto-
berflichen haben eine geringe Kaltschweifineigung.
In der gleichen Schrift ist auch die Verwendung
von Goldkontaktschichten mit Rhodiumiiberzug als
bekannt beschrieben. Aligemein sind aber bisher
bekannte Mehrschichtauflagen aus Edelmetallen
entweder verhdlinism#Big kostspielig oder nur in
einem begrenzten Bereich einsetzbar.

Auch die Verwendung von Palladium fir
Schaltkontakte ist bekannt (Elekironik 15/1981, Sei-
ten 53 bis 61). Dabei werden galvanische
Palladiumschichten von 1 bis 2 um als besonders
abriebfest geschildert. AuBerdem wird darauf hin-
gewiesen, daB Palladiumschichten meist mit einer
Hauchgoidschicht Uberzogen werden. Derartige
Schichten aus reinen Edelmetallen, wie Palladium
und Gold, sind aber sehr teuer. Daneben sind
beispielsweise Legierungen von Palladium fiir Ko-
ntaktzwecke, beispielsweise PdCu oder AgPd30
lediglich in Form von Kontakiprofilen bekannt, die
wegen ihrer Materialdicke nicht in allen Fillen an-
gewendet werden kdnnen. AuBerdem sind solche
Kontaktprofile mit hohen Edelmetallanteilen eben-
falls teuer.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Schattko-
ntakt der eingangs genannten Art zu schaffen, der
einen mdglichst geringen Anteil an teueren Edel-
metallen aufweist, dabei aber Uber eine méglichst
groBe Bandbreite von Schaltleistungen einsetzbar
ist. Der Kontakt soll also zuverlédssig und mit hoher
Lebensdauer sowchl bei sehr kieinen wie auch bei
sehr hohen Schalistrdmen und Schaltspannungen
einsetzbar sein.

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe mit ein-
em Kontakielement der eingangs genannten Art
dadurch gel&st, daB die innere Schicht eine Dicke
von 3 bis 5 um aufweist und von einer Legierung
aus Palladium und einer Zusaizkomponente gebil-
det ist, wobei die Zusatzkomponente einen Anteil
von 10 bis 50 Gew. % umfaBt und mindestens ein
Element aus der Gruppe Nickel, Kobalt und Kupfer
enthélt, und daB die duBere Schicht eine Dicke von
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0,1 bis 1 um aufweist und von einer Legierung aus
Palladium-Silber oder Palladium-Gold mit einem
Silber-bzw. Goldanteil von 10 bis 40 Gew. % gebil-
det ist.

Das erfindungsgemiBe Kontaktelement besitzt
also eine Zweischicht-Koniakioberfldche mit zwei
verschiedenen Palladiumlegierungen, wobei die
Grundschicht oder Lastschicht von einer Legierung
aus Palladium und sinem unedlem Metall gebildet
ist, wihrend die duBere Leitschicht von wesentlich
geringerer Dicke von einer Legierung aus Palla-
dium und einem weiteren Edelmetali gebildet ist.

Durch die galvanische Schichtaufbringung
kdnnen die einzelnen Kontaktschichten in den an-
gegebenen, verhilinismBig geringen
Schichtstdrken mit guter Qualitdt aufgebracht wer-
den, so daB der Gesamiverbrauch an Edeimetail,
insbesondere der von Gold, verhdltnismagig gering
ist. Mit diesem erfindungsgem&Ben Kontaktelement
kbnnen Schaltstrdme von wenigen. LA bis etwa 5 A
und Schaltspannungen von wenigen uV bis zu
etwa 150 V einwandfrei und mit einer hohen Zahi
von Schaltspielen betétigt werden.

Zweckmagigerweise ist die innere Schicht als
Pd-Ni-Schicht mit einem Ni-Anteil von 10 bis 50 %,
vorzugsweise von 20 bis 30 %, ausgebildet; in
einer anderen zweckmaBigen Anwendungsform ist
die innere Schicht als Pd-Co mit einem Co-Anteil
von 10 bis 40 %, vorzugsweise etwa 25 %, ausge-
bildet. Eine weitere Ausflhrungsform enthilt eine
innere Schicht aus einer Pd-Cu-Schicht mit einem
Cu-Anteil von 10 bis 40 Gew. %, vorzugsweise
anndhernd 20 Gew. %. -

Daneben kommen fiir die innere Kontaktschicht
auch Dreistoiflegierungen in Betracht, beispiels-
weise Pd-Ni-Cu mit 10 bis 40 Gew. % Ni-Cu,
vorzugsweise 20 Gew. % Ni + 5 Gew. % Cu.
Diese Dreistoffiegierungen kOnnen neben den
genannten Metallen auch zus#izlich Anteile von
Wolfram oder Molybd&n enthalten. So kann fiir die
innere Kontaktschicht eine Pd-Ni-W-Legierung mit
10 bis 40 Gew. % Ni + W, vorzugsweise etwa 15
% Ni + 10 % W oder eine Pd-Ni-Mo-Legierung

mit 10 bis 40 Gew. % Ni + Mo, vorzugsweise etwa

15 % Ni + etwa 10 % Mo verwendet werden. Eine
dhnliche Legierungszusammensetzung kann auch
mit Gobalt vorgesehen werden, also eine Pd-Cu-W-
Legierung mit 10 bis 40 Gew. % Cu + W, vorzugs-
weise etwa 15 Gew. % Cu + etwa 10 Gew. % W
bzw. eine Pd-Cu-Mo-Legierung mit 10 bis 40 Gew.
% Cu + Mo, vorzugsweise etwa 15 Gew. % Cu +
etwa 10 Gew. % Mo.
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Die duBere Schicht oder Leitschicht besitzt, wie
erwdhnt, eine Dicke zwischen 0,1 und 1 um, wobei
vorzugsweise eine Dicke von etwa 0,5 um verwen-
det wird. Diese duflere Schicht enthélt als Pd-Ag-
Legierung vorzugsweise etwa 30 % Silber oder als
Pd-Au-Legierung vorzugsweise 20 % Goid.

Aile Kontakischichien werden gaivanisch aufge-
bracht, wobei selektive Galvanikverfahren vorzugs-
weise angewendet werden, die beispielsweise unter
den Begriffen Diisengalvanik bzw. Jetplating,
Biirstengalvanik und Lasergaivanik bekannt sind.
Mit diesen Verfahren werden die Kontaktschichten
gezielt nur dort aufgetragen, wo sie bend&tigt wer-
den, so daB auf diese Weise eine besonders spar-
same Verwendung der Edelmetalle m&glich ist.

Anspriiche

1. Kontaktelement fir elekirische Schaltko-
ntakte, insbesondere eine Kontaktzunge fir
elekiromagnetische Relais, wobei auf einem Tréger
aus unediem Metall eine Zweischicht-Kontaktau-
flage galvanisch aufgebracht ist und wobei minde-
stens eine der Schichten Palladium enthilt,
dadurch gekennzeichnet, daB die innere Schicht
eine Dicke von 3 bis 5§ um aufweist und von einer
Legierung aus Palladium und einer Zusatzkompo-
nente gebiidet ist, wobei die Zusatzkomponente
einen Anteil von 10 bis 50 Gew. % umfaBt und
mindestens ein Element aus der Gruppe Nickel,
Cobalt und Kupfer enthdlt, und daf die AuBere
Schicht eine Dicke von 0,1 bis 1 um aufweist und
von einer Legierung aus Palladium-Silber oder
Paliadium-Gold mit einem Silber-bzw. Goldanteil
von 10 bis 40 Gew. % gebildet ist.

2. Kontaktelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die innere Schicht von einer
Palladium-Nickel-Legierung gebiidet ist, deren Nik-
kelanteil 10 bis 50 Gew. %, vorzugsweise zwischen
20 und 30 Gew. %, betrégt.

3. Kontaktelement nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daB die innere Schicht von einer
Palladium-Cobali-Legierung gebildet ist, deren.

Cobaltanteil zwischen 10 und 40 Gew. %, vorzugs-
weise anndhernd 25 Gew. % betrégt.

4. Kontaktelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die innere Schicht als
Palladium-Kupfer-Legierung gebildet ist, deren
Kupferantei! zwischen 10 und 40 Gew. %, vorzugs-
weise annZhernd 20 Gew. % betrégt.

5. Kontaktelement nach Anspruch 1, dadurch
ge kennzeichnet, daB die innere Schicht durch
eine Palladium-Nickel-Kupfer-Legierung gebildet
ist, bei der der Anteil von Nickel und Kupfer zu-
sammen zwischen 10 und 40 Gew. % betrdgt und
bei der vorzugsweise der Nikkelanteil etwa 20 Gew.
% und der Kupferanteil etwa 5 Gew. % betrégt.
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6. Kontaktelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die innere Schicht aus einer
Dreistofflegierung gebildet ist, wobei neben Palla-
dium eine Zusatzkomponente aus Nickel und Wolf-
ram oder Nickel und Molybd3n mit einem Gesam-
tanteil zwischen 10 und 40 % gebildet ist.

7. Kontaktelement nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daB die Legierung der inneren
Schicht einen Anteil von etwa 15 % Nickel und
etwa 10 % Wolfram oder Molybdén enthilt.

8. Kontaktelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Zusatzkomponente
Cobalt und zusitzlich Wolfram oder Molybdén mit
einem Gesamtanteil an der Legierung von 10 bis
40 Gew. % enthilt.

9. Kontaktelement nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, daB die Legierung der inneren
Schicht einen Anteil von etwa 15 % Cobalt und von
etwa 10 % Wolfram oder Molybdan enthili.

10. Kontaktelement nach einem der Anspriiche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die duBere
Schicht einen Anteil von etwa 30 % Silber enthilt.

11. Kontaktelement nach einem der Anspriiche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die dufere
Schicht einen Anteil von etwa 20 % Gold enthili.

12. Kontaktelement nach einem der Anspriiche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB die inne-
re Schicht eine Dicke von anndhernd 4 um auf-
weist.
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